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摘要(译)

封装的医疗设备包括无线电天线，封装的医疗设备通过该无线电天线向
体外设备发送无线电波或从体外设备接收无线电波。封装的医疗装置穿
过体腔的内腔，以便在体外装置的控制下检查，治愈或治疗体腔的内部
区域。包封在封装的医疗装置中的胶囊体具有延伸部分，该延伸部分形
成在胶囊主体的横截面的一个轴线的上端，该横截面与其纵向轴线成直
角。胶囊体具有在其延伸部分中钻出的连接孔，以允许诸如气体或幽默
的流体通过该孔流入管腔的前后部分。
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